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用户指南 前 言 

前 言 

概述 

本文档主要介绍 Hi3531A 方案的硬件原理图设计、PCB 设计、单板热设计建议 
等。 

本文档提供 Hi3531A 的硬件设计方法。 

产品版本 

与本文档相对应的产品版本如下。 

读者对象 

本文档（本指南）主要适用于以下工程师： 

技术支持工程师 

单板硬件开发工程师 

• 

• 

修订记录 

修订记录累积了每次文档更新的说明。 版本的文档包含以前所有文档版本的更新 

内容。 
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修订日期 版本 修订说明 2015-12-20  00B05  第 5 次临时版本发布 1.1.6 小节和 1.2.11.2 小节,涉及修改。 
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1 
原理图设计 

1.1 小系统外部电路要求 

1.1.1 Clocking 电路 

通过 的反馈电路与外部的 24MHz 晶体振荡电路一起构成系统时钟电路。 

晶振连接方式及器件参数如图 1-1 所示。 

选用的电容需要跟晶振的负载电容匹配，材质建议采用 NPO。建议选用 4pin 贴片晶 
振，其中 2 个 GND 管脚与单板地充分连接，增强系统时钟抗ESD 干扰能力。 

图1-1 晶体振荡电路 

另外，Hi3531A 内置 RTC，单板需要给 RTC 提供时钟电路，晶振连接方式及器件参数 
如图 1-2 所示。 
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图1-2 RTC 晶振连接方式及器件参数 

Hi3531A 

RTC_XIN RTC_XOUT 

32.768KHz 

22pF 22pF 

电路中的电容取值需要与实际使用的晶体负载电容相匹配；不同品牌、不同型号的晶体，其固有 

的负载电容参数可能不 路中的电容取值也会不同。 

1.1.2 复位和 Watchdog 电路 

Hi3531A 可通过判断 POR_ENABLE 管脚在上电时的状态选择 复位或外部复位。 

AB29 管脚具备WDG_RSTN 和 SYS_RSTN_OUT 两种功能。当 Hi3531A 使用  
复位时，AB29 管脚为 SYS_RSTN_OUT 功能；当 Hi3531A 使用外部复位时， 

AB29 管脚为 WDG_RSTN 功能。 

当复用为WDG_RSTN 功能时，管脚为 OD 输出，必须外置上拉电阻。 

当POR_ENABLE 为 时，选择 复位，主 上电后由  POR（Power 
on Reset）电路对 进行复位，此时 RSTN 管脚无效，可悬空处理。AB29 管脚

复用为 SYS_RSTN_OUT 功能，输出复位信号用于复位相关的外设。 

• 

• 

选择 复位时，为确保系统能正常启动，小系统相关的外设（例如：存放 boot 的 
flash 器件）必须先于或同时与Hi3531A 一起释放复位信号，否则可能会出现无法启动

等异常情况。 

当POR_ENABLE 为低电平时，选择外部复位，此时 RSTN 管脚为复位信号输入 
管脚，要求的复位有效信号为低电平，复位时间在 100ms～300ms 之间。AB29 管
脚复用为WDG_RSTN 功能。 

板级设计时，若选择外部复位，可采用 的复位 产生复位信号。Hi3531A 
看门狗生效时，WDG_RSTN 管脚会持续输出低电平，直到 RSTN 管脚检测到低电

平复位信号后，才恢复为  

• 
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WDG_RSTN 管脚和 RSTN 管脚直连。 

外部复位和 Watchdog 典型设计电路如图 1-3 所示。 • 

图1-3 外部复位和 Watchdog 典型设计电路 

1.1.3 JTAG Debug 接口 

JTAG Debug 接口信号描述如表 1-1 所示。 

表1-1 JTAG Debug 接口信号 

外部上拉电阻、 外部下拉电阻的阻值请参见图 1-4。 
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信号名 信号描述 

TCK JTAG 时钟输入， 下拉。要求单板下拉 1K 电阻。 

TDI JTAG 数据输入， 上拉。要求单板上拉 4.7K 电阻。 

TMS JTAG 模式选择输入， 上拉。要求单板上拉 4.7K 电阻。 

TRSTN JTAG 复位输入， 下拉。正常工作要求单板下拉 10K 电阻。 

TDO JTAG 数据输出。要求单板上拉 4.7K 电阻。 
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